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Firmensitz  

Allgemeine Unternehmensdaten  

Schwäbisch 
Gmünd
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Eckdaten  

Allgemeine Unternehmensdaten  

ü 1971  Gründung der Vaas Industrie -Elektronik GmbH durch Wolfgang Vaas  

Firmenzweck ist die Fertigung von Leiterplatten im Werk Hüttlingen auf 

1500 m² Produktionsfläche  

ü 1991 erfolgt die Übernahme der Fa. Leitron  und die Verlagerung der 

Fertigungsstätte in ein nach modernsten Gesichtspunkten eingerichtetes 

Werk am heutigen Firmensitz in Schwäbisch Gmünd  

ü Das Unternehmen trägt nun den Namen  

  > Vaas Leiterplattentechnologie GmbH<  

ü Seit 1993 erfolgt die regelmäßige Zertifizierung nach UL -Norm  

ü Seit  1995 erfolgt regelmäßig die  ISO -Zertifizierung & Produktion in 

Anlehnung an die MIL  und IPC Normen  
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Eckdaten  

Allgemeine Unternehmensdaten  

ü 1998 & 2001  werden die Produktionsflächen deutlich erweitert zum 

aktuellen Stand von 6800m² Fertigungsfläche  

Parallel Etablierung einer hochmodernen Abwasser -Aufbereitungsanlage  

ü 2002  erfolgt die Umstellung des Qualitätsmanagement -System auf die 

neue ISO 9001:2000 Norm  

ü Ab 2002 : Kontinuierliche Investitionstätigkeit in Technologie, Präzision, 

Produktivität und Flexibilisierung z.B. 2 HAL Maschinen (bleifrei & 

bleihaltig), vollautomatische Belichtung in LED -Technik, Flying  Probe, etc.  

ü 2009: Umstellung des QM -System auf die neue ISO 9001:2008 Norm   

ü Vaas heute : Etablierter mittelständischer Hersteller (~ 70 MA, >200 aktive 

Kunden) von Standard & Hightech -Produkten, Serien -  & Prototypenservice 

mit über 40 Jahren Erfahrung in der Leiterplattentechnik  
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Vaas Leiterplattentechnologie bietet  

Allgemeine Unternehmensdaten  

 

 
 

 

ü Komplettlösungen (Beratung -  Fertigung -  Auslieferung)  

ü Modernste & ausgereifte Technik mit hoher Erfahrung insbesondere  

    auch bei Sondertechnologie Flex , Starr -Flex , Blind & Buried  µ-Via,  

    HDI & SBU,  Metallkernleiterplatten (z.B. CIC), HF -Materialien, Dick -Cu 

ü Qualität und Zuverlässigkeit  

ü Flexibilität (Eilservice für Prototypen & Serien)  

ü Muster & Serienprodukte aus 1 Fertigung & 1 Hand  

ü Know -how, Innovation, Marktbeobachtung  

ü Wirtschaftliche Arbeitstechniken und Verfahren  

ü Sinnvolles und ökologisches Ressourcenmanagement  
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Das Vaas -  

Produktspektrum  
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Produktionspektrum  

Produktspektrum  

Das Vaas  

Produktspektrum  

Leiterplatten  

Alle Technologien  
Folienheizer  Heizmatten  

aus Silicon  
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PCB - Produktionsprogramm  

Sondertechnologie  

Flex, Starr-Flex, CIC,  

Feinstleiter, HDI,  

Blind&Buried,Via- 

Technik 

einseitige  

Leiterplatten 

zweiseitige,  

durchkontaktierte  

Leiterplatten 

Multilayer 4-24  
Lagen 
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Einseitige -  & Zweiseitige Leiterplatten  
 

Produktspektrum  

Tiefgefräste   

Kontur  

Vergoldete  

Pads 
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Starre Multilayer  

Produktspektrum  

Micro -Via-Schaltung  

In Ritztechnik  

12 Lagen ML aus Voll -Polyimid  

Einsatz im Mil -Bereich  

6 Lagen ML In 

Einpresstechnik  
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Flex   

Produktspektrum  

Flex -Verbindungstechnik,Konstruktionen mit 1 Mio Biegezyklen möglich  
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Einsatzbereiche (Beispiele):  

Automotive, Luftfahrt, Medizintechnik  

Längen bis 1800 mm  

Flex  Sondertechnologie  
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Kostengünstige Starr -Flex  

aus FR 4 Material  

Einsatzbereich:  

Gleichstrom -Motor  

Strombelastbarkeit 400 A  

Semi - Flex  
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10 Lagen Starr -Flex  ML 

Mit Buried -  & Micro -Vias  

Impedanz -kontrolliertmit  Schliffbild  

Bookbindertechnik  

16 Lagen Starr -Flex  

mit Mischoberfläche  

Starr -  Flex  Sondertechnologie  
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HF Multilayer &  

Hybrid -Multilayer  

 

Teflon Schaltungen  
 


